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Abstract (en)
The device has a pressing spring (20) held in an opening (17) in an insulating member (11) with a spring leg (22). The spring selectively subjects
a mating region (2) of a printed circuit board (1) to apply lateral pressure against a lay-on region (16) such that a closely aligned positioning of
electrical contact decks (3) on the printed circuit board and electric contacts in a card edge connector (10) is achieved, where the spring arranged
within a slot is formed as a separate element or an integrally molded element of the connector.

Abstract (de)
Fur eine prazise Kontaktfihrung von Kontaktbahnen (3) auf einer Leiterplatte (1) und elektrischen Kontakten (19) in einem Leiterplatten-
Steckverbinder (10), wird vorgeschlagen, innerhalb des Steckschlitzes (12) des Leiterplatten-Steckverbinders eine Andruckfeder (20) anzuordnen,
die den Steckbereich (2) der Leiterplatte (1) vor der elektrischen Kontaktierung, mechanisch in eine Position auslenkt, in der eine passgenaue
Ubereinstimmung der jeweiligen Kontakte (3, 19) zu erwarten ist.
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